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Boitier semi-conducteur a capteur optique 
s'installant a l'interieur d'un objet 

La presente invention concerne le domaine des boitiers semi- 
conducteurs a capteurs optiques destines a etre installes a l'interieur 
d'un objet, en particulier a l'interieur d'un telephone portable. 

Actuellement, pour installer un boitier serni-conducteur a capteur 
optique a l'interieur de la coque d'un objet tel qu'un telephone portable 
de fapon a ce que ce composant soit electriquement cpnnecte a des pistes 
d'une plaque de circuit imprime, on utilise un receptacle intermediate 
muni de lames de connexion electrique qui presentent des parties 
exterieures s'etendant a la peripheric du receptacle et des parties 
interieures qui s'etendent dans le fond de ce dernier. On connecte- par 
des soudures les parties exterieures desdites pattes du receptacle*;; aux 
pistes de la plaque de : circuit imprime. Puis, on engage le boitier semi- 
conducteur dans le receptacle de facjon que les parties interieures des 
lames de connexion viennent en contact avec des zones de contact de la 
face arriere du boitier semi-conducteur, le receptacle presentanr des 
branches formant des crochets de maintien du boiter semi-conducteur. 
Ainsi, le boitier semi-conducteur est porte par la plaque de circuit 
imprime, independamment de la coque de l'objet. 

La presente invention a pour but de proposer un boitier semi- 
conducteur dont la structure permet de simplifier les operations 
permettant son installation a l'interieur d'un objet. 

Le boitier semi-conducteur selon l'invention comprend un corps 
de boitier renfermant un composant semi-conducteur de circuits integres 
presentant un capteur optique, suceptible d'etre installe a l'interieur d'un 
objet qui presente deux parties adaptees pour etre accouplees et dans 
lequel est disposee une plaque munie de pistes de connexion electrique, 
dans une position telle que ledit capteur optique est situe en face d'une 
ouverture de cet objet. 



1er depot 



2 



Selon Pinvention, ledit corps de boitier porte d'une part des 
pattes arriere elastiques de connexion electrique, en saillie par rapport a 
une face arriere et reliees electriquement audit composant semi- 
conducteur, et presente d'autre part une surface avant d'appui opposee a 
cette face arriere, telles que, lorsqu'il est installe dans ledit objet et que 
lesdites parties de cet objet sont accouplees, ladite surface avant d'appui 
dudit corps est en appui sur une surface interieure d'une partie dudit 
objet et lesdites pattes arriere elastiques sont en appui elastique 
respectivement sur lesdites pistes de connexion electrique de ladite 
plaque. 

Selon Pinvention, ledit corps de boitier et ledit objet presentent 
respectivement des surfaces de positionnement perpendiculairement 
auxdits appuis. 

Selon Pinvention, ledit objet presente de preference un logement 
interieur de reception d'une partie dudit corps de boitier. 

Selon Pinvention, lesdites pattes arriere elastiques sont courbees. 

Selon Pinvention, ledit capteur optique est de preference situe a 
Poppose desdites pattes arriere elastiques. 

Selon Pinvention, la surface interieure precitee dudit objet 
s'etend autour de Pouverture precitee de ce dernier. 

La presente invention sera mieux comprise a Petude de boitiers 
semi-conducteurs a capteurs optiques, adaptes pour etre installes a 
P interieur d'un objet, decrits a titre d'exemples non limitatifs et illustres 
par le dessin sur lequel : 

la figure 1 represente, en coupe transversale, un boitie semi- 
conducteur a capteur optique selon Pinvention ; 

la figure 2 represente une coupe transversale d'un objet a 
P interieur duquel est installe le boitier semi-conducteur de la figure 1 ; 

et la figure 3 represente, en coupe transversale, un autre 
boitier semi-conducteur a capteur optique selon la presente invention, 
installe a Pinterieur d'un objet. 

En se reportant a la figure 1, on peut voir qu'on a represente un 
boitier semi-conducteur 1 qui comprend un corps de boitier 2 dont la 
paroi arriere est munie d'une grille metallique 3 qui presente une plate- 
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forme centrale 4 sur la face avant de laquelle est fixee, par exemple par 
collage, la face arriere d'une puce de circuits integres 5 et qui presente 
une multiplicity de pattes de connexion electrique 6 s'etendant a la 
peripheric de la plate-forme 4 et espacees peripheriquement, ce pattes 6 
etant reliees a la puce 5 par des fils de connexion electrique 7 interieurs 
au corps 2. 

La paroi avant du corps de boitier 2 presente une partie centrale 8 
en saillie vers P avant, au travers de laquelle est menagee une ouverture 
frontale 9 dans laquelle est installee une lentille optique 10 situee en 
avant et a distance d'un capteur optique integre 11 prevu en surface sur 
la face avant de la puce 5. 

Les pattes de connexion electrique 6 presentent, au-dela de la 
peripheric du corps de boitier 2, des parties terminates libres 12 qui sont 
repliees ou courbees vers P arriere et en-dessous du corps de boitier- 2 a 
la maniere de tete d'epingle, ces parties terminates 12 s'etendant ainsi en 
saillie par rapport a la face arriere du corps de boitier 2. 

En se reportant a la figure 2, on voit qu'on a represents un objet 
13 qui comprend une coque 14 en deux parties 15 et 16 delimitant entre 
elles une cavite 17, ces deux parties etant accolees par un plan de joint 
14a et accouplees ou fixees Pune a Pautre par tout moyen connu, par 
exemple par collage, soudage ou par des languettes d'accrochage. 

Dans la cavite 17 de la coque 14 est installee une plaque de 
circuit imprime 18 qui s'etend sensiblement dans le plan de joint 14a 
desdites parties 15 et 16, cette plaque 18 presentant sur sa face avant, du 
cote de la partie 16, des pistes de connexion electrique 19. 

La paroi de la partie 16 de la coque 14 presente une zone 16a qui 
s'etend parallelement a la plaque de circuit imprime 18 et au-travers de 
laquelle est menagee une ouverture. 20. Cette zone 16a presente, sur sa 
face interieure, un epaulement en saillie 21 entourant a distance 
Pouverture 20 et delimitant un logement de reception 22. 

Le boitier semi-conducteur 1 est installe dans la cavite 17 de la 
coque 14 de Pobjet 13, entre la zone 16a de sa partie 16 et la plaque 18, 
dans une position telle que la surface avant 8a de sa partie en saillie 8 
est en appui sur la surface interieure 22a de la zone 16a, dans le fond du 
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logement 22, et que les parties terminales arrieres 12 des pattes de 
connexion electrique sont respectivement en appui, elastiquement, sur 
des pistes 1 9 de la plaque de circuit imprime 18, la lentille 10 etant ainsi 
en face de l'ouverture 20. 
5 Pour obtenir le montage represente sur la figure 2, on peut 

proceder de la maniere suivante. 

On realise un empilage constitue par la partie 15 de la coque 14, 
la plaque de circuit imprime 18, le boitier semi-conducteur 1 et la partie 
16 de la coque 14. Sans pression, les parties 15 et 16 de la coque 14 

10 presentent un ecart Tune par rapport a 1* autre. 

Puis, on rapproche les parties 15 et 16 de la coque 14 jusqu'a ce 
qu'elles viennent en contact selon le plan de joint 14a. Ce faisant, on 
deforme elastiquement les parties terminales recourbees 12 des pattes de 
connexion electriques 6 du boitier semi-conducteur 1 en les courbant 

15 encore plus. Puis, on accouple et on fixe entre elles les parties 15 et 16 
de la coque 14 comme indique precedemment. 

II resulte de ce qui precede qu'en une seule operation de 
montage, le boitier semi-conducteur 1 est installe et maintenu dans la 
coque 14, axialement grace a Peffet elastique des parties terminales 12 

20 de pattes de connexion electrique et perpendiculairement a ses appuis 
frontaux et arriere grace aux surfaces de positionnement determines par 
1'epaulement 21 delimitant le logement 22 et la partie 8 du boitier 1, la 
puce 5 qu'il renferme etant en meme temps connectee aux pistes de 
connexion electriques 19 de la plaque de circuit imprime 18. Ces pistes 

25 sont naturellement reliees a d'autres composants portes ou relies a la 
plaque 1 8. 

En se reportant a la figure 3, on peut voir qu'on a represente un 
objet 23 correspondant a l'objet 13 de la figure 2, dans lequel on a 
installe un boitier semi-conducteur 24de la meme maniere. 
30 Ce boitier semi-conducteur 24 se differencial du boitier semi- 

conducteur 1 par le fait que son corps de boitier 25 porte des pattes de 
connexion electrique 26 traversantes, qui presentent des parties 
terminales arriere courbees 27 venant en contact avec des pistes de 
connexion electrique 28 prevues sur la face avant d'une plaque de circuit 
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imprime 29 et des parties terminates interieures 30 venant en appui 
elastique directement sur des plots d'une puce de circuits integres 31 a 
capteur optique situe en arriere d'une lentille optique 32. 

La presente invention ne se limite pas aux exemples ci-dessus 
decrits. Bien des variantes de realisation sont possibles- sans sortir du 
cadre defini par les revendications annexees. 
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REVENDICATIONS 

1. Boitier seini-conducteur comprenant nn corps de boitier 
renfermant une puce de circuits integres presentant un capteur optique, 
suceptible d'etre installe a l'interieur d'un objet qui presente deux 
parties adaptees pour etre accouplees et dans lequel est disposee une 

5 plaque munie de pistes de connexion electrique, dans une position telle 
que ledit capteur optique est situe en face d'une ouverture de cet objet, 
caracterise par le fait que ledit corps de boitier (2) porte d'une part des 
pattes arriere elastiques de connexion electrique (12) en saillie par 
rapport a sa face arriere et reliees electriquement a ladite puce (5) et 

10 presente d'autre part une surface avant d'appui (8a), telles que, lorsqu'il 
est installe dans ledit objet et que lesdites parties de cet objet sont 
accouplees, ladite surface avant d'appui (8a) dudit corps est en appui sur 
une surface interieure (22a) d'une partie (16a) dudit objet (13) et 
lesdites pattes arriere elastiques (12) sont en appui elastique 

15 respectivement sur lesdites pistes de connexion electrique (19) de ladite 
plaque ( 1 8). 

2, Boitier selon la revendication 1, caracterise par le fait que 
ledit corps de boitier (2) et ledit objet (13) presentent respectivement des 
surfaces de positionnement (8, 21) perpendiculairement auxdits appuis. 

20 3. Boitier selon Tune des revendications 1 et 2, caracterise par le 

fait que ledit objet presente un logenient interieur (22) de reception 
d'une partie dudit corps de boitier (2). 

4. Boitier selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que lesdites pattes arriere elastiques de connexion 

25 electrique (12) sont courbees. 

5. Boitier selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que ledit capteur optique (11) est situe a l'oppose 
desdites pattes arriere elastiques de connexion electrique (12). 

6. Boitier selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
30 caracterise par le fait que ladite surface interieure (22a) dudit objet 

s'etend autour de l'ouverture precitee (20) de ce dernier. 
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